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Die Fachzeitschrift PLUS 
enthält exklusive Mitglieder-
Informationen folgender 
Fachverbände:

InternatIonal  
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tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de
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romina.krieg@dvs-hg.de 
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www.leiton.de –  
Die umfangreichste Online-
Kalkulation bietet neben 
ausgefallenen Technologien wie Impedanzen, Aluminium- 
und Kupferträger-, Dickkupfer-, Flex- und Starrflex-
Leiterplatten nun auch Rogers-HF-Hybrid-Multilayer 
an. Vieles von den Sondertechnologien ist auch in der 
Onlinekalkulation verfügbar.

Haben Sie Fragen?  
Dann rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail:  
Telefon 030-7017349 oder kontakt@leiton.de

Wir beraten Sie auch gerne persönlich.
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